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INHALT

ÁEinführung Siebdrucktechnologie (PK)

ÁSiebdruck im SiCerïProzess (PK)

ÁProzessanforderungen an Metallisierungssysteme (Pasten) (PK)

ÁEinführung Pastenentwicklung (ALG)

ÁMetallisierungspasten für Leiterbahnen und Lötpads (ALG)

ÁDurchkontaktierung von LTCCs (ALG)

ÁZusammenfassung & Ausblick
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Siebdruck - Einführung, Technologie und 
Anforderungen an Siebdruckpasten
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SIEBDRUCK

Druckverfahren, bei welchem Farbe/Paste durch ein feinmaschiges Gewebe auf ein zu 
bedruckendes Material gepresst wird.

Mikroelektronik

[2]

Kunst, Textilé

[1]
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PROZESSPARAMETER

Paste

Druckparameter

Rakel

ĂKomplexe Wechselwirkung vieler Parameter und EinflussgrºÇenñ
ĂProzessspezifische Optimierungñ

Á aŀǘŜǊƛŀƭ όDǳƳƳƛΧύ
Á Härte
Á Winkel
Á Χ

Sieb

Á Gewebestärke
Á Maschenzahl
Á Emulsion
Á Χ

Á Geschwindigkeit
Á Rakeldruck
Á Absprung
Á ΧΦ

Á aŀǘŜǊƛŀƭ ό!ǳΣ !ƎΣ !ƎtŘΣ DƭŀǎΧύ
Á Viskosität
Á Thixotropie
Á ΧΦ

Siebdruckprozess

[3]
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SIEBDRUCK IM SiCer -Prozess

Analog zu konventioneller LTCC-Technologie

Á Siebdruck auf Einzellage LTCC
Á Aufbau Gesamtlaminat
Á SiCer-Aufbau

Herausforderungen

Á Nicht kommerzielles LTCC-Materialsystem
Á Constrained Sintern
Á Anbindung an Silizium
Á Pastenentwicklung
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ANFORDERUNGEN AN SIEBDRUCKPASTEN

1. Rheologische Eigenschaften
2. Partikelform und Partikelgröße
3. Aufbereitung / Lagerung
4. Topfzeit / Verarbeitungszeit
5. Χ

Gewünschte Rheologische Eigenschaften

Á Pseudoplastisch (scherverdünnend)

Á Viskosität sinkt durch die Abrollbewegung vor der 
Rakel (Füllen des Motivs) 

Á Thixotrop 

Á Schneller Wiederanstieg (Strukturgenauigkeit)

[4]

[3]
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ZIELPARAMETER - STRUKTURAUFLÖSUNG
D
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ZIELPARAMETER - AVT

Á Nachfolgende Drahtbondprozesse Á Nachfolgende Lötprozesse

Kommerzielles
Au-System spezifiziert für

Drahtbonden

Kommerzielles
AuPt-System spezifiziert für

Lötverbindung

Kommerzielles
Au-System

innenliegende Leiterbahnen
< 5 mʍ/sq
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ZIELPARAMETER - MATERIALKOMPATIBILITÄT

Freies Sintern ĂConstrainedñ Sintern
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GOLD- vs SILBER -PASTENSYSTEM

Gold-basierte Pasten Silber-basierte Pasten

Á Kommerzielle Au-Pasten-Systeme 

V In SiCer-System evaluiert:

V Materialkompatibilität nachgewiesen

V Spezifiziert für Au/Al-Drahtbondprozesse

V Spezifiziert für Lötprozesse

Á Kommerzielle Ag-Pasten-Systeme

o Für SiCer-System getestet

o Nicht kompatibel (Ag-Migration)

o Verwölbung (frei), Rissbildung (Constrained) 

während des Sintervorgangs

Á 56 USD/g
Á 0,84 USD/g

Hohes wirtschaftliches Interesse an Ag-basierten Pasten-Systemen für SiCer ςmomentan in Entwicklung am IKTS Hermsdorf

[5][5]
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Entwicklungvon Ag-Metallisierungen
für SiCer-fähigeLTCC-Tapes
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TECHNOLOGISCHE BASIS DES WACHSTUMSKERNS HIPS


